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Sachverhalt und Antréage

2786.D

Di e Beschwerdefidhrerin ist Annel derin der europdai schen
Pat ent annmel dung Nr. 93 909 754.9 (Veroffentlichungs-
Nr. O 600 051), die wegen fehlender erfinderischer
Tatigkeit imHi nblick auf das i m Européi schen

Recherchenbericht zitierte Dokument

D1: US-A-4 118 523

und auf das von der Priufungsabteilung eingefihrte
Dokumnent

D6: Handbook of Printed Crcuit Design, Mnufacture,
Conmponents & Assenbly, G Leonida, Electrochem ca
Publications Ltd., 1981, Seiten 210 bis 219

zur ickgew esen wur de.

Der Anspruch 1, der dieser Entschei dung zugrundel ag,
hatte fol genden Wrtl aut:

"1. Verfahren zur Herstellung von nehrschichtigen
Leiterplatten mt extremdichter Verdrahtung aus ei nem
Ausgangsmaterial mt m ndestens einer stronleitenden

Schicht (7, 9) belegten strom solierenden Folie (8) mt

ei ner D cke kleiner 500 mm

mt folgenden Verfahrensschritten:

mttels eines ersten photochem schen Verfahrensschrittes
werden Offnungen (13, 13', 16, 16') in der m ndestens
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ei nen strom ei tenden Schicht (7, 9) vorbereitet,
anschl i essend ausgeéatzt und mttels eines weiteren

At zprozesses wird die stromisolierende Folie (8) durch
die in der m ndestens einen strom eitenden Schicht (7,
9) befindlichen &fnungen (13, 13', 16, 16') so

dur chgeat zt, dass simultan eine Vielzahl von

Dur chgangl 6chern (14, 14') fur die Verbindung mt
anderen stromnl ei tenden Schichten (7, 9) entstehen,

mttels eines weiteren Verfahrensschrittes werden

Dur chgangsl 6cher (14, 14') und stronl eitende
Schichten (7, 9) des Ausgangsmateriales aufplattiert,
sodass Durchplattierungen (17, 17') und vereinte
strom eitende Schichten (7', 9') entstehen, die

el ektrisch mtei nander verbunden sind und

mttels eines zweiten photochem schen
Verfahrensschrittes wird in di eser mndestens einen
verei nten stromnl eitenden Schicht (7', 9') ein
Verdrahtungsbild mt Stronpfaden (18) vorbereitet und

anschl i essend ausgeat zt ;

mttels eines fol genden Verfahrensschrittes kann das so
hergestel lte Hal bzeug, wel ches das verdichtete
Verdrahtungsbild tragt, mt einer unverdichteten

St ronver sorgungsebene, die als Serviceebene dient, zu

einer Leiterplatte verbunden werden."”

Di e ei nzigen weiteren unabhangi gen Anspriche des Satzes
von 23 Anspriuchen, der dieser Entschei dung zugrundel ag,

|auteten wie folgt:

"17. Leiterplatte mt extremverdichteter Verdrahtung,

2786. D Y A
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erhaltlich nach dem Verfahren gemass Anspruch 1 oder 2,
mt einem Hal bzeug, das Stronpfade (18) und
Durchpl atti erungen aufwei st, das aus ei nem
Ausgangsmaterial mt mndestens einer strom eitenden
Schicht (7, 9, 82) belegten strom solierenden Folie (8,
81) mt einer Dicke kleiner 500 nm hergestellt ist, mt
ei ner Stronversorgungsebene, die als Serviceebene dient

und die mt dem Hal bzeug verbunden i st,

dadurch gekennzei chnet,

dass die in Stronpfade (18) strukturierten
strom ei tenden Schichten (7, 9, 82) des Hal bzeuges uber
Ei nzei | durchpl atti erungen durch die m ndestens eine
strom solierende Folie (8, 81) mteinander verbunden
sind und dass auch bei einer Mehrzahl von strukturierten
strom ei tenden Schichten (7, 9, 82) des Hal bzeuges stets
nur zwei benachbarte strukturierte stromnl eitende
Schichten (7, 9, 82) des Hal bzeuges durch
strom sol i erendes Folienmaterial (8, 81) hindurch
strom ei tver bunden sind."

"20. Hal bzeug fiur eine Leiterplatte mt extrem

verdi chteter Verdrahtung, erhaltlich nach dem Verfahren
gemdss Anspruch 1 oder 2, mt Stronpfaden (18) und
Durchpl atti erungen, das aus ei nem Ausgangsnaterial mt
m ndestens ei ner stronl eitenden Schicht (7, 9, 82)

bel egten strom solierenden Folie (8, 81) mt einer D cke

kl ei ner 500 mm hergestellt ist,

dadur ch gekennzei chnet,

2786. D Y A
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dass die stronml eitenden Schichten (7, 9, 82) zu

verei nten stromnl eitenden Schichten (7', 9') aufplattiert
sind und dass in diesen vereinten stronl eitenden
Schichten (7, 9') ein Verdrahtungsbild mt

Stronpfaden (18) ausgeatzt ist."

D e Priufungsabteilung hat ihre Entscheidung w e fol gt
begr indet :

Das Verfahren des Anspruchs 1, bei dem bei der

Auf pl atti erung der Durchgangsl 6cher auch die
stronml ei tenden Schichten des Ausgangsmaterial s
aufplattiert werden, in denen imweiteren Verl auf des
Verfahrens die Stronpfade ausgeatzt werden,

unt er schei det sich von dem aus D1 bekannten Verfahren
dadurch, dall di ese Verfahrensschritte nicht aufweist.
Di ese Schritte gehtrten aber schon zum al | genei nen
Fachw ssen, wie aus D6 zu entnehnen ist, wobei beim
sogenannt en "panel plating process", d. h. bei der
alteren der vorw egend vorherrschenden Vari anten zur
Herstel l ung von Zwei | agenschal t ungen, ei ne genei nsane
Auf pl atti erung der Durchgangsl 6cher und der gesanten
stronl ei tenden Schi chten und anschli eBende Erzeugung der

Lei terbahnen in den Schichten vorgesehen i st.

Die Vor- und Nachteile des Aufplattierens auf der
gesanten stronl ei tenden Schi cht gegenuber ei nem

sel ektiven Aufplattieren, wie es imVerfahren gemal3 D1
angewendet wird, werden ebenfalls in D6 gegenuber -
gestellt. D e Anwendung di eser Verfahrensschritte in
ei nem Verfahren zur Herstellung nehrschichtiger
Leiterplatten mt Folien |iege daher i m Rahnmen dessen,

was ei ne Fachperson aufgrund der ihr gel aufigen

2786. D Y A
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Uber | egungen zu tun pflegt, zumal die erreichten

Vorteil e ohne weiteres i mvoraus zu uUber sehen si nd.

Daher |iege dem Verfahren des Anspruchs 1 keine
erfinderische Tatigkeit zugrunde.

Das gleiche gelte auch fir die Leiterplatte genmald
Anspruch 17 und far das Hal bzeug fir eine Leiterplatte
gemall Anspruch 20.

AulBer dem hat di e Prufungsabteilung di e Notwendi gkeit
ei ner Nachrecherche fir bestimte Merkmal e von
abh&ngi gen Ansprichen im Falle einer Fortsetzung des
Pr uf ungsver f ahrens angedeut et .

Cegen di ese Entschei dung hat die Annel derin Beschwerde

ei ngel egt .

Wahrend der von der Beschwerdefdhrerin hilfsweise
beantragt en mindl i chen Ver handl ung vom 27. Oktober 1998
hat sie einen neuen Satz von 23 Ansprichen uberreicht
und beantragt, die Zurickwei sungsent schei dung auf zuheben

und ein Patent mt fol genden Unterlagen zu erteilen:

Beschr ei bung: Seiten 1 bis 34 der urspringlich

ei nger ei chten Annel dung;

Anspr lche: Nr. 1 bis 23, Uberreicht wahrend der

nmindl i chen Ver handl ung;

Zei chnungen: Blatt 1/13 bis 13/13 der urspringlich

ei nger ei cht en Annel dung.

2786.D
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Di e einzi gen unabhéngi gen Anspriche sind die Anspriche
Nr. 1, 17 und 20. Im Vergleich zum Text, der der

angef ocht enen Ent schei dung zugrundel ag, wurden die
Qoerbegriffe der Anspriche 17 und 20 durch Bezugnahne
auf das Herstellungsverfahren eingeschréankt. D ese drei
Anspriuche haben den fol genden Wortl aut, wobei weitere
wi chtige Anderungen hervorgehoben sind:

"1. Verfahren zur Herstellung von nehrschichtigen
Leiterplatten mt extremdichter Verdrahtung aus einem
Ausgangsmaterial mt einer mt mndestens einer

strom ei tenden Schicht (7, 9) belegten strom solierenden

Folie (8) mt einer D cke kleiner 500 nm

mt fol genden Verfahrensschritten:

mittels eines ersten photochem schen Verfahrensschrittes
werden Offnungen (13, 13', 16, 16') in der m ndestens

ei nen strom ei tenden Schicht (7, 9) vorbereitet,
anschliessend ausgeatzt und mttels eines Pl asma-

At zprozesses wird die stromnisolierende Folie (8) durch
die in der m ndestens einen stronleitenden Schicht (7,

9) befindlichen O fnungen (13, 13', 16, 16') so
durchgeat zt, dass simultan eine Vielzahl von

Dur chgangl 6chern (14, 14') fur die Verbindung mt
anderen stronl eitenden Schichten (7, 9) entstehen,

mttels eines weiteren Verfahrensschrittes werden
Dur chgangsl 6cher (14, 14') auf die m ndestens eine
stronl ei tende Schicht (7, 9) des Ausgangsmateri al es
direkt und einmal aufplattiert, sodass Durch-
plattierungen (17, 17') mt anderen stronl eitenden

2786.D Y
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Schichten (7', 9') entstehen, die el ektrisch mteinander

ver bunden si nd

und mttels eines zweiten photochem schen
Verfahrensschrittes wird in dieser m ndestens einen
verei nten stronl eitenden Schicht (7', 9') ein
Verdrahtungsbild mt Stronpfaden (18) vorbereitet und
anschl i essend ausgeat zt ;

mttels eines fol genden Verfahrensschrittes wird das so
hergestel | te Hal bzeug, wel ches das verdichtete

Ver drahtungsbild tragt und geeignet ist, zu einer
Leiterplatte weiterverarbeitet zu werden, mt einer
unverdi chteten Stronversorgungsebene, die als

Servi ceebene dient, zu einer Leiterplatte verbunden."

"17. Leiterplatte mt extrem verdi chteter Verdrahtung,
hergestellt nach dem Verfahren gemiss Anspruch 1 oder 2,

dadur ch gekennzei chnet,

dass bei beidseitig mt stronleitenden Schichten

bel egter Folie die in Stronpfade (18) strukturierten
stronl ei tenden Schichten (7, 9, 82) des Hal bzeuges Uber
Ei nzei | durchpl atti erungen durch di e m ndestens eine
strom solierende Folie (8, 81) mteinander verbunden

si nd und dass auch bei einer Mehrzahl von strukturierten
stronl ei tenden Schichten (7, 9, 82) des Hal bzeuges stets
nur zwei benachbarte strukturierte stronleitende
Schichten (7, 9, 82) des Hal bzeuges durch
strom sol i erendes Folienmaterial (8, 81) hindurch

stronl ei t ver bunden sind."

2786.D Y



- 8 - T 0911/ 96

"20. Hal bzeug fur eine Leiterplatte mt extrem
verdi chteter Verdrahtung, hergestellt nach dem Verfahren
gemass Anspruch 1 oder 2,

dadur ch gekennzei chnet,

dass die stronl eitenden Schichten (7, 9, 82) zu

verei nten stronl ei tenden Schichten (7', 9') direkt und
ei nmal aufplattiert sind und dass in diesen vereinten
strom ei tenden Schichten (7, 9') ein Verdrahtungsbild
mt Stronpfaden (18) ausgeatzt ist."

Di e Beschwerdefidhrerin hat ihren Antrag i mwesentlichen
auf fol gende Argunente gest it zt:

Di e unabhangi gen Anspriche 1, 17 und 20 ergeben eine

kl are Definition des zu schitzenden Gegenstands, die von
der Beschrei bung gestitzt und durch die wirtschaftlich
wi chtigsten Ausfihrungsbeispiele illustriert ist.

Anders als beim Verfahren des vorliegenden Anspruchs 1
wird imVerfahren gemaB D1 fir den weiteren AtzprozeR
zur Schaf fung der Durchgangsl 6cher kein Pl asma-

At zprozeB, sondern ein chenischer ProzeR angewendet .
Anders als imvorliegend beanspruchten Verfahren werden
auBRerdem i m Verfahren gemal3 D1 Dur chgangsl dcher nicht
mttels eines weiteren Verfahrensschrittes auf die

m ndestens eine stronl eitende Schicht des
Ausgangsmateriales "direkt und einmal" aufplattiert, so
dalR Durchplattierungen mt anderen strom eitenden

Schi chten entstehen, die elektrisch mteinander

ver bunden sind, sondern es werden nehrere stromnl eitende

Schichten aufplattiert. Das Verfahren genal3 D1 hat

2786.D Y
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Nacht ei | e wegen der geringen Préazision von chem schen
At zverfahren und wegen der Anzahl der verschi edenen
Auf pl attierungs- und Atzverfahrensschritte, die eine
niedrige Wrtschaftlichkeit des Herstellungsverfahrens

er geben.

Das beanspruchte Verfahren | 6st diese Problene. Das
Dokunment D6, bei wel chem i nsbesondere Deckschi chten aus
Blei-Zinn Material fur die Herstellung von L6taugen
verwendet werden, bendtzt Aufplattierung aus ganz

unt erschi edl i chen Grinden, die mt denjenigen, die far
das vorliegende Verfahren gelten, nicht vergl eichbar
sind. Deshal b kann das Anl egen von Stronpfaden gemal3 dem
vor | i egenden Anspruch 1 durch eine Konbi nation der

bei den bekannten Techni ken nur in ex-post facto
Betrachtung hergel eitet werden. Der Cegenstand der
unabhéangi gen Anspriuche 1, 17 und 20 ist neu. Er ist auch
wirtschaftlich erfolgreich und beruht jedenfalls aus den
oben genannten G unden auf einer erfinderischen

Tati gkei t.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Formelle Erfordernisse

2.1 D e angefochtene Entschei dung enthalt keinen E nwand
beziigl i ch unzul 4ssi ger Anderungen des Textes der

Annel dung. Di e weiteren Anderungen, die zum vorliegenden
Text der Anspriche gef dhrt haben, entsprechen Merkmal en,

2786.D Y
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wi e dem Pl asnma- At z- Ver f ahren oder dem Verfahrensschritt,
bei dem Durchgangsl 6cher auf di e m ndestens eine
strom ei tende Schicht des Ausgangsnmaterial es direkt und
einmal aufplattiert werden, so dall Durchpl atti erungen
mt anderen stronl ei tenden Schichten entstehen, die

el ektrisch m tei nander verbunden sind, die ursprunglich
of fenbart wurden (siehe insbesondere Seite 15, Zeile 11
bis Seite 16, Zeile 17; siehe auch Figur 6a - 6g). Somt
genugt die vorliegende Annel dung den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU, nach dem ei ne europdi sche

Pat ent annmel dung nicht in der Wise geandert werden darf,
dal3 i hr Gegenstand Uber den Inhalt der Anneldung in der
ursprunglich eingerei chten Fassung hi nausgeht.

.2 Di e Anspriuche, die zum Zeitpunkt der angefochtenen

Ent schei dung gal ten und deren Deutlichkeit Uubrigens

ni cht beméngelt wurde, erfahren durch die von der
Beschwer def threri n ei ngef iihrt en Ander ungen ei ne
spezifischere Definition des Gegenstands, fur den Schutz
begehrt w rd, welche eindeutig ist und den Angaben der
Beschrei bung und der Zei chnungen nicht w derspricht.
Daher sind die Anspriche klar im Sinne von

Arti kel 84 EPU

.2.1 AuRBerdemist zu benerken, dal3 in der Beschreibung

Ver fahren erwdhnt sind, bei denen gemal3 dem vorl i egenden
Anspruch 1 von ei nem Ausgangsnateri al ausgegangen w rd,
das aus einer mt nur einer stron eitenden Schicht

bel egten strom solierenden Folie besteht, d. h. die
strom soliertende Folie nur einseitig bedeckt ist. Es
wur de von der Beschwerdef ihrerin widhrend der nundlichen
Ver handl ung ei ngeraumnt, dalR der Beschrei bung kein

Ausf Ghrungsbei spi el ei nes sol chen Verfahrens zu

2786.D Y
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ent nehnmen ist. Fir ein Ausgangsmaterial mt einer mt
zwei strom eitenden Schichten (7, 9) bel egten

strom solierenden Folie (8), wobei die strom solierende
Folie al so beidseitig bedeckt ist, enthalt die
Beschr ei bung m ndestens ei n Ausfihrungsbei spi el, das

i nsbesondere durch die Figuren 6a bis 6g illustriert
ist. Die Beschwerdefihrerin hat in dieser Hi nsicht

gl aubwirdi g argunentiert, dall auch von ei nem
Ausgangsmaterial mt einer nur mt einer stromnleitenden
Schi cht bel egten strom solierenden Folie ausgegangen
wer den kann, dies jedoch in einer Weise, die im
Ver gl ei ch zum bevor zugt en und gentgend beschri ebenen
Ausf Uhrungsbei spiel wirtschaftlich weniger interessant

i st. Daher hat die Kanmmer ihren Ei nwand, dald die
Anspriche im Sinne von Artikel 84 EPU nicht von der
Beschr ei bung gest iit zt seien, zuriickgezogen. Ubrigens
wurde ein sol cher Einwand in der angefochtenen

Ent schei dung, die Anspriche betraf, die sich in dieser
Hi nsi cht von den vorliegenden nicht unterschei den, nicht
er hoben.

Neuheit

Ein Verfahren gemald dem vorli egenden Anspruch 1 gehort
ni cht zum Stand der Techni k, so dald der Gegenstand des
Anspruchs neu im Sinne von Artikel 54 EPU i st.

Erfinderische Tatigkeit

Ein Verfahren zur Herstellung von nehrschichtigen
Leiterplatten mt extremdichter Verdrahtung aus ei nem
Ausgangsmaterial mt einer mt mndestens einer

strom ei tenden Schicht (2, 3) belegten strom solierenden

2786. D Y A
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Folie (1) mt einer Dicke kleiner 500 nmist aus D1
(si ehe das ganze Dokunent) bekannt. Di eses Verfahren

wei st di e fol genden Verfahrensschritte auf:

mittels eines ersten photochem schen Verfahrensschrittes
werden Offnungen (6) in der mindestens einen
strom ei tenden Schicht (1) vorbereitet, anschlielRend
ausgeat zt und mittels eines weiteren Atzprozesses wird
die stromsolierende Folie (1) durch die in der

m ndestens einen strom eitenden Schicht (2, 3)
befindlichen Offnungen (6) so durchgeatzt, das sinultan
ei ne Vi el zahl von Durchgangl 6chern (8) fiar die
Ver bi ndung mt anderen stromnl eitenden Schi chten
ent st ehen,

mttels eines weiteren Verfahrensschrittes werden

Dur chgangsl 6cher (8) auf die m ndestens eine
stronl ei tende Schicht (2, 3) des Ausgangsmateri al es
aufplattiert, so dalR Durchplattierungen (12, 13, 14) mt
anderen stronl eitenden Schichten entstehen, die

el ektri sch mtei nander verbunden sind

und mttels eines zweiten photochem schen
Verfahrensschrittes wird in dieser m ndestens einen
verei nten stronl ei tenden Schicht (2, 3, 12, 13, 14) ein
Verdrahtungsbild mt Stronpfaden vorbereitet und

anschl i ellend ausgeét zt ;

mttels eines fol genden Verfahrensschrittes wird das so
hergestel | te Hal bzeug, wel ches das verdichtete
Verdrahtungsbild tragt und geeignet ist, zu einer
Leiterplatte weiterverarbeitet zu werden, mt einer

unverdi chteten Stronversorgungsebene, die als

2786. D Y A
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Servi ceebene dient, zu einer Leiterplatte verbunden.

Anders als beim Verfahren des vorliegenden Anspruchs 1
ist imVerfahren gemdaR D1 der weitere AtzprozeR, durch
wel chen die strom solierende Folie durch die in der

m ndestens einen stronl ei tenden Schicht befindlichen

O fnungen so durchgeatzt wird, daB sinmultan eine

Vi el zahl von Durchgangl 6chern fir die Verbi ndung m t
anderen stromnl ei tenden Schi chten entstehen, kein Pl asma-
At zprozeR, sondern ein AtzprozeB in einer cheni schen

Losung.

Anders al s bei m beanspruchten Verfahren werden aul3erdem
i mVerfahren gemal3 D1 nicht mttels eines weiteren

Ver f ahrensschrittes Durchgangsl 6cher auf di e m ndestens
ei ne stronl ei tende Schicht des Ausgangsmateri al es
"direkt und einmal" aufplattiert, so dal
Durchpl atti erungen mt anderen stronl eitenden Schichten
entstehen, die elektrisch mteinander verbunden sind.
W e di esbeziglich in D1 eindeutig angegeben w rd,
werden, nachdem mttels eines ersten photochem schen
Ver f ahrenschrittes O f nungen in der m ndestens einen
stromn ei tenden Schicht vorbereitet und anschli ef3end
ausgeat zt worden sind und bevor di e Durchgangsl 6cher auf
di e m ndestens eine stronl eitende Schicht des
Ausgangsmateri al es aufplattiert werden, die
Uber st ehenden Rander (7) in der m ndestens einen
stronl ei tenden Schicht (2, 3), die durch das chem sche
At zen der Durchgangl 6cher (8) in der isolierenden

Folie (1) entstehen, in einem zusatzlichen

Ver f ahrensschritt rickgeat zt.

Di e Beschwerdef ihrerin hat auf die Uberstehenden

2786.D



Rander (7) in der m ndestens einen stromnl eitenden
Schicht (2, 3), die durch das cheni sche Atzen der

Dur chgangl 6cher in der isolierenden Folie im Verfahren
gemall D1 entstehen, und auf den zuséatzlichen
Verfahrensschritt, bei dem di ese Rander ruckgeat zt

wer den, hingew esen und Uberzeugend argunentiert, dal
si ch sowohl wegen der Notwendi gkeit di eses gesondert en,
zuséat zl i chen Verfahrensschrittes des Rickéatzens der
Rander al s auch wegen der Verm nderung der Prazision
durch das Atzen der stronisolierenden Folie unter den
Randern der als Maski erungsschi cht di enenden
stronl ei tenden Schicht, Nachteile ergeben. Ubrigens hat
si e auch gl aubhaft auf weitere Nachteile hingew esen,
di e wegen Verunreini gungen unter den Randern bei
nachf ol genden Verfahrensschritten entstehen kénnen.

W e von der Beschwerdef Uhrerin Uberzeugend argunentiert
wur de, fidhrt das beanspruchte Verfahren schon allein
auf grund der Anwendung des Pl asma-Atzens zu ei ner
Verringerung der Anzahl der Verfahrenschritte und zu

ei ner Erhdhung der Préazision der Strukturierungen,

i nsbesonder e der Abnessungen der Durchgangsl 6cher.

2786.D
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Dabei ist zu bemerken, dal von der Beschwerdefthrerin
nicht bestritten wirde, daR Pl asma-Atzen vor den
vorliegend geltenden Prioritatsdaten eine allgenein
bekannte Techni k war. Aus D1 oder D6 ist diese Technik
j edoch nicht zu entnehnen. Es ist weiter zu benerken,
dalR auch derjenige Verfahrensschritt allgemnmein bekannt
war, bei dem di e Durchgangsl 6cher und auf di e m ndestens
ei ne stromnl ei tende Schi cht des Ausgangsmateri al es
strom ei tendes Material direkt und einmal aufplattiert
wer den, so dall Durchplattierungen mt anderen
strom ei tenden Schi chten entstehen, die elektrisch

m t ei nander verbunden sind, w e von der

Beschwer def Ghrerin ebenfal | s ei ngeraunt wrde.

Di e Beschwerdef dhrerin hat jedoch we fol gt Uuberzeugend

argunentiert:

In der Technik von D6 (siehe Figur 4.17, linker Seite
"panel plating", und entsprechender Text), bei der
anders als i mbeanspruchten Verfahren die

Dur chgangsl 6cher nicht mittels Plasma-Atzens, sondern
z. B. durch Bohren hergestellt werden, wird auch kein
Verdrahtungsbild mt Stronpfaden mttels eines

phot ochem schen Verfahrensschrittes in ei ner m ndestens
ei nen vereinten stromn eitenden Schicht vorbereitet und
anschl i essend ausgeatzt. Statt dessen werden LOtaugen in
ei nem nehr stufigen Aufplattierungsvorgang, mt einer

zwi ngend not wendi gen Vorstufe ("genei nsane"

Auf pl atti erung der Cberfl &che) und einer weiteren Stufe
("sel ektives" Aufplattieren), der eine Ei nheit bildet,
hergestellt. Dabei erfolgt zuerst eine erste
vorbereitende Aufplattierung, bei der die gesante

oerfl &che mt den Durchgangsl 6chern aufplattiert werden

2786. D Y A
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(siehe die Verfahrenschritte 10 "activation seedi ng and
el ectrol ess copper plating” und 11 "copper

el ectroplating”), und dann nach zusatzlichen Maski erung-
und Atzschritten, die Herstellung der die

Dur chgangsl 6cher bedeckenden L6t augen, die eine
Deckschi cht aus Blei-Zinn Material erhalten. D ese
Deckschi cht nmuf3 in ei nem spateren Verfahrensschritt
(siehe Verfahrensschritt 25 "tin-lead stripping") w eder

entfernt werden.

Ei n Heranzi ehen bestimter Schritte der anderen, in der
rechten Spalte der Figur 4.17 von D6 angegebenen
Variante des Herstellungsverfahrens von gedruckten
Schal tungen, hat insofern nicht nahegel egen, als die

ei nzel nen Maski erungs- und Atzschritte in einer anderen
Rei henfolge als in der linken Spalte der Figur erfolgen
und di e beiden Varianten nicht imH nblick auf eine
besti mt e Konmbi nation erl autert werden.

Daher konnte ei ne Konbi nation der Lehren von D1 und D6
allenfalls nur in einer ex post facto Betrachtung zu dem
beanspruchten Verfahren fihren, we sie bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht zul assig

i st.

Di e weiteren Entgegenhal tungen des Européi schen

Recher chenberichts sind weniger rel evant.

G unde fiur eine in der angefochtenen Entschei dung
erwahnte Nachrecherche, um bestimte Merkmale, wie z. B
das Pl asma- At zen zu dokunentieren, sind nach Auffassung
der Kammrer nicht ersichtlich, da schon die

Ent gegenhal tung D6 von der Prifungsabteil ung
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nachtraglich eingef thrt wurde und die fraglichen
besti mmten Merknmal e an sich unbestritten allgenein
bekannt sind.

Ubri gens erscheint es glaubhaft, daR sich durch die oben
erwahnten Vorteil e des beanspruchten Verfahrens eine

Er hdhung des Durchsatzes bei der Produktion und eine
Redukti on der Prozelkosten gegenuber dem nachstliegenden
Stand der Techni k gemal3 D1 ergi bt, was sich nach den

Er kl &rungen der Beschwerdef dhrerin imwrtschaftlichen
Erfol g der beanspruchten Techni k, insbesondere in den
abgeschl ossenen Lizenzvertragen mt bedeutenden

El ekt roni kkonzernen spi egel t.

I n Anbetracht dieser G iUnde komm die Kamrer zu dem
Ergebni s, dall der Gegenstand des vorliegenden

Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne
von Artikel 56 EPU beruht.

Das gleiche gilt auch fur die weiteren unabhangi gen
Anspriche 17 und 20, die die Erfindung in Form einer
Leiterplatte, hergestellt nach dem Verfahren genmal3
Anspruch 1 oder 2 bzw. in Form eines Hal bzeugs fur eine
Leiterplatte, hergestellt nach dem Verfahren genmal3
Anspruch 1 oder 2, w edergeben, und die sich durch den
Ver fahrensschritt des Plasma-Atzens und den
Verfahrensschritt, bei demdirekt und ei nma
aufplattiert wird, beziglich Prazision und

Her st el | ungskosten in vorteil hafter Wi se von den
Produkt en unterschei den, die durch das Verfahren genal

D1 hergestel It werden.

Daher sind die Anspriche patentierbar und ein Patent

2786.D



kann auf dieser Gundl age erteilt werden (Art. 52 (1)

und 97 (2) EPU).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverw esen mt

der Auflage, ein Patent auf der fol gende G undl age zu

erteil en:

Beschr ei bung:

Anspr uche:

Zei chnungen:

Der CGeschaftsstell enbeante:

2786.D

Seiten 1 bis 34 der
ursprunglich eingereichten
Annel dung;

Nr. 1 bis 23, Uberreicht
wahr end der niindli chen
Ver handl ung;

Blatt 1/13 bis 13/13 der

urspriunglich eingereichten
Annel dung.

Der Vorsitzende:

T 0911/ 96



- 19 - T 0911/ 96

P. Muartorana E. Turrini
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